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Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da:

Erstmusterprüfung_Ind.02

Erstmusterprüfung und Fehleranalyse

Leistungsumfang

 Untersuchung der Strombelastbarkeit und Erstellung eines Temperaturprofils der 
Leiterplatte und Bauteile unter Last

 Hochspannungsprüfung  

 Prüfungen unter Temperatureinfluß  

 Überprüfung des Leiterplattenlayouts  

 Langzeituntersuchungen   

 Ermittlung der Ursachen bei Ausfall  

 Thermografische Untersuchungen 

 Klimatechnische Untersuchungen  

 Fehleranalysen bei Leiterplatten, Backpanels und Baugruppen 

Temperaturverlauf des Dauertests mit 
anschließender Überlast
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Z e i t [mi n]

Temp. X1896 Temp. zw. F607 und X864

Temp. zw. X2143 und F298 Temp. zw. F163, F510, F511 und F514


